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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине, установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины, а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения  представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.1)
1. Назовите основные этапы проектирования радиоэлектронных систем и устройств.
2. Перечислите программные продукты (в т.ч. системы автоматизированного проектирования), используемые на основных этапах проектирования РЭС.

3. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии эскизного проекта. Какие из перечисленных видов могут быть автоматизированы?

4. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии технического проекта. Какие из перечисленных видов могут быть выполнены с использованием САПР?

5. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии технического предложения. Какие из перечисленных видов могут быть выполнены с использованием САПР и каких?

6. Какие требования предъявляются к расположению электронных компонентов на печатной плате в случае использования автоматизированного монтажа?
7. Какие требования предъявляются к расположению электронных компонентов на печатной плате в случае использования смешанного (автоматизированный + ручной) монтажа?
8. Укажите ключевые особенности САПР сквозного проектирования. Приведите примеры таких САПР. С какими САПР сквозного проектирования вы имели опыт работы?
9. Перечислите основные виды проектирования, укажите, чем отличается восходящее проектирование от нисходящего.

10. Перечислите основные иерархические уровни проектирования РЭС. Укажите, какие виды работ соответствуют микроуровню.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.2)
1. Перечислите САПР, позволяющие автоматизировать процесс разработки РЭА. На решение каких задач направлены перечисленные вами программные продукты.
2. Оцените ток срабатывания печатного предохранителя со следующими параметрами: толщина фольги 35 мкм, ширина предохранителя 0,3 мм, длина предохранителя 3 мм.
3. Перечислите основные схемотехнические и конструктивные решения для защиты РЭА от помех?
4. Как зависят минимальные зазоры между элементами печатного монтажа и ширина печатного проводника на печатной плате от её класса?
5. Рассчитайте параметры резонансного контура (резонансную частоту и добротность), реализованного на катушке индуктивности CM201212-R47KL (0.47мкГн, сопротивление потерь r=0.1 Ом, типоразмер 0805) и конденсаторе GRM2195C1H103JA01D (типоразмер 0805, 0.01uF +5% 50V).
6. Назовите типовые решения для обеспечения заданного теплового режима РЭС. Возможна ли автоматизация оценки тепловых режимов РЭА. Если да, то при помощи каких САПР?
7. Оцените сопротивление печатного проводника реализованного на стеклотекстолите FR-4-1.5-35 со следующими параметрами: длина l=10 см, ширина b=0.3 мм.
8. Перечислите программные продукты для моделирования антенных систем и оценки их характеристики. Опыт работы с какими из них Вы имеете?
9. Возможна ли автоматизация подготовки перечней элементов и спецификаций на основе файлов из систем проектирования печатных плат? Поясните свою точку зрения.
10. Назовите принципиальные отличия моделей реальных и виртуальных компонентов в NI MultiSim.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.3)
1. Укажите типовую структуру технического задания (ТЗ) на разработку РЭА.

2. Поясните правила составления перечней элементов и спецификаций. Какие программные продукты могут быть использованы для составления данных документов?
3. Назовите электронные компоненты, имеющие следующие буквенные индексы на конструкторской документации L, R, VT, VS, T, XS, DA. Укажите их назначение.
4. Укажите два основных направления нумерации элементов (компонентов) на схемах Э3. Каким образом реализуется перенумерация компонентов на схемах в САПР.
5. Укажите, в каких САПР могут быть подготовлены чертежи печатных плат. Перечислите рекомендуемые масштабы для чертежей печатных плат.

6. Перечислите основные разделы спецификации. Какая информация приводится в каждом разделе. Какие программные продукты могут быть использованы для составления спецификаций?
7.  Поясните отличие структурной схемы от функциональной. Какие программные продукты могут быть использованы для составления данных документов?
8. Приведите примеры использования модульного принципа конструирования. Для каких типов изделий он наиболее актуален? Находит ли отражение модульный принцип конструирования при разработке РЭС с использованием САПР? Если да, то каким образом?
9. Перечислите известные Вам автотрассировщики печатных плат? Имеются ли среди них отечественные?
10. Назовите назначение САПР Компас-3D. Какие документы и виды работ позволяет выполнить данное программное обеспечение.  
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.1)
1. Назовите четыре этапа компьютерного проектирования радиоэлектронных устройств и систем. Поясните, при помощи каких программных продуктов они могут быть реализованы?
2. Перечислите системы автоматизированного проектирования для функционального проектирования РЭА. Имели ли Вы опыт работы в перечисленных САПР, если да, то в каких?
3. Назовите, что относится к лингвистическому и математическому обеспечению САПР.
4. Перечислите основные возможности и характеристики САПР NI Multisim.

5. Вам необходимо разработать текстовые документы (ПЭ, СП). Какими программными продуктами вы воспользуетесь?

6. Какие САПР позволяют выполнять оценку тепловых режимов работы РЭА?

7. Перечислите отечественные программные продукты, предназначенные для выполнения конструкторских работ.

8. Какими возможностями обладает САПР TDD? Имеет ли она возможность импорта данных из САПР P-CAD, Altium Designer?
9. Перечислите наиболее популярные профессиональные  программные продукты для подготовки графических документов.

10. Укажите на каких этапах конструирования РЭС используются САПР. Какие цели и задачи они решают? 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.2)
1. Перечислите известные вам типы и материалы печатных плат. Есть ли особенности проектирования различных типов плат в САПР P-CAD?
2. Перечислите известные вам автотрассировщики печатных плат, укажите их достоинства и недостатки? Назовите известные вам отечественные автотрассировщики.
3. Какие задачи можно решить с использованием САПР Specctra? Имели ли Вы опыт работы с данной САПР? Если да, то какие задачи Вам приходилось решать?
4. Что такое верификация схем, печатных плат? Каким образом она выполняется. Приведите алгоритм верификации в САПР NI MultiSim.
5. Укажите назначение маски на печатных платах. Каким образом формируется информация масочного слоя в известных вам САПР для разработки печатных плат?
6. Поясните назначение команд Route, Filter, Delete САПР Specctra. Приведите примеры их использования.
7. Объясните, что такое технология CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support).

8. Вам необходимо подготовить сборочный чертеж печатного узла. Какой из перечисленных САПР вы воспользуетесь и почему: Компас 3D, P-CAD, AutoCAD?
9. Какое программное обеспечение используется при разработке пояснительных записок, инструкций, руководств.

10. Поясните что такое операционная и маршрутная карты. С помощью каких программных продуктов их можно подготовить?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.3)
1. Объясните, на основе каких критериев выбираются размер, толщина и тип материала печатной платы. Есть ли особенности проектирования различных типов плат в САПР P-CAD?
2. Поясните алгоритм и критерии отбора наилучшего варианта трассировки печатной платы в автотрасссировщике TopoR.
3. От каких параметров зависит резонансная частота печатной платы?
4. Назовите критерии, которыми следует руководствоваться при разбивке схемы на модули.

5. Назовите основные варианты трассировки цепей питания, укажите достоинства и недостатки названных вариантов.
6. Назовите основные критерии качественного дизайна топологии печатных плат.
7. Объясните, как выполняются межмодульные соединения. Приведите примеры использования различных видов соединений. В каких САПР возможно проектирование межмодульных соединений?
8. Назовите САПР позволяющие выполнять 3D моделирование корпусов радиоэлектронных устройств. С какими из перечисленных САПР Вы имели опыт работы? 
9. Изобразите фрагменты топологии печатных проводников реализующих предохранитель, разрядник. Объясните, какие геометрические размеры этих элементов влияют на их характеристики.  
10.  Определить минимальную ширину печатного проводника для внешних и внутренних слоёв четырехслойной печатной платы, если максимальный ток, протекающий через проводник равен 0,5А. Материал печатной платы – FR-4. Толщина печатной платы 2 мм. Толщина фольги – 35 мкм. Покрытие контактных площадок – HAL. Плата покрыта маской.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.1)
1. Перечислите достоинства и недостатки технологий выводного и поверхностного монтажа электронных компонентов на печатные платы. В каких случаях отдаётся предпочтение каждому из этих технологий?
2. Какие требования предъявляются к расположению электронных компонентов на печатной плате в случае использования смешанной (SMD и DIP) элементной базы?
3. Укажите ключевые особенности САПР сквозного проектирования РЭС. Приведите примеры известных вам систем. В каких системах вам приходилось работать? Какие задачи Вы решили?
4. В чём заключается модульный принцип конструирования? Оказывает ли он влияние на технологичность изделия? Если да, то каким образом? Приведите примеры модульных конструкций.
5. В чём заключается оптический контроль печатных узлов? Каким образом можно сформировать список расположения компонентов на печатной плате для систем оптического контроля из САПР P-CAD?
6. Поясните, что такое паяльная паста, перечислите основные методы нанесения паяльной пасты на печатные платы. Каким образом формируются слои пасты в САПР P-CAD?
7. Перечислите основные иерархические уровни проектирования РЭС. Укажите, какие виды работ соответствуют макроуровню.
8. Поясните, что входит в состав лингвистического и математического обеспечения САПР.
9. Перечислите основные виды проектирования, укажите, в чём заключается смешанное проектирование.

10. Перечислите, чем отличаются ручное, автоматизированное и автоматическое проектирование. Какие типы проектирования используются для разработки РЭА.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.2)
1. Укажите состав конструкторской технической документации. Какие документы относятся к текстовым, а какие к графическим. Какие САПР используются при разработке указанных документов?
2. Поясните, на основе каких типов уравнений реализуются математические модели микроуровня, макроуровня.

3. Какие уравнения математических моделей, используемых при проектировании и моделировании РЭА, называются топологическими, какие компонентными? Приведите примеры подобных уравнений.
4. Как на ваш взгляд изменяется коэффициент интеграции для различных поколений электронной аппаратуры?
5. Чем отличаются модели реальных и виртуальных компонентов в среде разработки NI MultiSim? Укажите, чем отличаются условно-графические обозначения данных компонентов?

6. Поясните, какая цепочка САПР реализует компьютерное проектирование РЭА включающее следующие работы: разработка схем, функциональное моделирование, разработка рабочей конструкторской документации.
7. Назовите основные отличия между функциональными и принципиальными схемами в случае использования больших интегральных схем. В каких САПР можно выполнить разработку данных чертежей?
8. Назовите программные продукты позволяющие выполнять функциональное моделирование электрических схем на основе микроконтроллеров. Имели ли Вы опыт работы с данными системами моделирования? Если да, то какие задачи Вы решали?

9. Назовите программные продукты, позволяющие выполнять автоматическое размещение компонентов на печатной плате. Работали ли Вы с такими продуктами? 
10. Нарисуете типовую структурную схему САПР. Поясните назначение входящих в её состав блоков. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.3)
1. Определить падение напряжения на печатном проводнике длинной 10 см и шириной 0,1 мм, если по нему протекает ток 0,1 А. Параметры печатной платы: материал – FR-4, толщина платы - 1,5 мм, толщина фольги – 35 мкм, покрытие контактных площадок – HAL. Плата покрыта маской. Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м.
2. Объясните, что такое CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) технология и каким образом она используется в процессе производства РЭА.
3. Перечислите известные Вам конструкторские САПР для проектирования РЭА. С какими из них вы имели опыт работы?
4. Назовите отечественные программные продукты для разработки РЭА.
5. Перечислите САПР и иное ПО для разработки текстовых документов.

6. Приведите примеры САПР сквозного проектирования электронных устройств. Имели вы опыт работы с ними, если да, то с какими?
7. Перечислите факторы, относящиеся к группе механических воздействий. Как обеспечить защиту РЭА от данных факторов на этапе проектирования?

8. Поясните, как вы понимаете термин «технологичность». Какими решениями обеспечивается технологичность РЭА на этапе её проектирования?
9. На ваш взгляд, каким требованиям должна отвечать встраиваемая электронная аппаратура? Как обеспечить выполнение данных требований на этапе проектирования?
10. Вам необходимо подготовить чертеж печатной платы. Какой из перечисленных САПР вы воспользуетесь и почему: Компас 3D, P-CAD, AutoCAD, TDD?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.1)
1. Перечислите конструкторские САПР для проектирования РЭА. Укажите их особенности и технические характеристики. Какие задачи можно решать с их использованием?
2. Укажите, в чём заключается особенность CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) технологии. 
3. Назовите известные вам отечественные программные продукты для разработки и моделирования РЭА.
4. Перечислите основные возможности и характеристики программного пакета Specctra.
5. Перечислите основные возможности и характеристики редактора ShemaGee.
6. Как вы думаете, какие эргономические и эстетические требования предъявляются к конструкции портативной рации?
7. Поясните, как вы понимаете термин «технологичность». Каким образом обеспечивается технологичность изделий при автоматизированном проектировании РЭА?
8. Поясните, что подразумевает термин «верификация схемы». Каким образом задаются правила верификации в пакете NI MultiSim? 
9. Укажите, каким образом осуществляется переход от схемного редактора Schematic к конструкторскому редактору PCB в САПР P-CAD.
10. Перечислите известные вам САПР, позволяющие генерировать 3D модель печатного узла. Имели ли Вы опыт работы с ними?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.2)
1. Перечислите известные вам отечественные автотрассировщики печатных плат, укажите их достоинства и недостатки?
2. Перечислите слои печатной платы присутствующие в программных продуктах для разработки печатных плат «по умолчанию». Поясните назначение данных слоёв.
3. Вам необходимо оценить работоспособность схемы на основе микроконтроллера PIC16F84. Каким программным обеспечением Вы воспользуетесь?
4. Что такое верификация схем, печатных плат? На каких этапах проектных работ она выполняется?

5. Укажите назначение шелкографии на печатных платах. Каким образом формируется информация слоя маркировки в известных вам САПР для разработки печатных плат.

6. Перечислите известные вам типы материалов печатных плат. Учитывается ли тип материала при разработке дизайна печатной платы в САПР?
7. Объясните, что такое технология CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) и как она применяется на предприятиях радиоэлектронной отрасли.

8. Поясните, что такое спецификация и ведомость покупных изделий. С помощью каких программных продуктов их можно подготовить?

9. Какое программное обеспечение используется при разработке пояснительных записок, инструкций, руководств.

10. Вам необходимо подготовить сборочный чертеж изделия. Какой из перечисленных САПР вы воспользуетесь и почему: Компас 3D, P-CAD, AutoCAD?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.3)
1. Определить минимальную ширину печатного проводника для внешних и внутренних слоёв четырехслойной печатной платы, если максимальный ток протекающий через проводник равен 0,5А. Материал печатной платы – FR-4. Толщина печатной платы 2 мм. Толщина фольги – 35 мкм. Покрытие контактных площадок – HAL. Плата покрыта маской.
2. Объясните, на основе каких критериев выбираются размер, толщина и тип материала печатной платы.
3. Автотрассировщик предлагает несколько вариантов дизайна с параметрами приведёнными в таблице. Какой из этих вариантов выберите вы и почему?

	Вариант
	Кол-во переходных отверстий, шт
	Общая длина проводников, см
	Максимальная длина проводника, см

	1
	101
	238.3
	15.1

	2
	78
	252.7
	27.5

	3
	139
	204.2
	9.4


4. Вы проектируете РЭС для использования на автомобильном транспорте. Какие виды внешних воздействий необходимо учитывать и почему?

5. Какие виды факторов относятся к климатическим факторам. Как учесть их влияние при проектировании конструкции РЭС с использованием САПР.

6. Приведите пример реализации трассировки цепей питания звездой, шиной. Укажите достоинства и недостатки названных вариантов.
7. Поясните, какими средствами выполняется экспорт данных из конструкторских САПР в графические среды для подготовки чертежей и текстовых документов.
8. Назовите критерии, которыми следует руководствоваться при разбивке схемы на модули первого уровня.

9. Объясните, как выполняются соединения между модулями второго уровня. Приведите примеры использования различных видов соединений.

10. Поясните, какие требования предъявляются к расположению электронных компонентов на печатной плате в случае использования смешанного монтажа?
